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Abstract (en)
The jet applicator assembly, especially for coating a substrate with an adhesive, has a jet body (35) with at least one fluid channel (34) between
the fluid supply and the applicator opening (50). The fluid can flow from the supply, through the channel, and out through the jet opening. The fluid
channel has a number of interlinked hollow zones in a structure (52) which is fluid permeable, and extends as far as the channel outlet opening. The
permeable structure is a sintered component, inserted separately into the fluid channel opening, of a sintered metal, metal foam, woven metal, and
the like.

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft eine Auftragsvorrichtung und eine Disenanordnung zum Abgeben von Fluid, insbesondere zum Abgeben und Auftragen von
Klebstoff auf ein Substrat, mit einem Diusenkdrper (35) und mindestens einem in dem Disenkdrper (35) ausgebildeten Fluidkanal (34), der mit
einer Fluidquelle verbindbar ist und eine Austrittséffnung (50) aufweist, durch welche das Fluid ausstrémen und abgegeben werden kann. In dem
Fluidkanal (34) ist eine eine Vielzahl von kommunizierenden Hohlrdumen (54) aufweisende, fluiddurchlassige Struktur (52) ausgebildet. <IMAGE>
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